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Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology
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editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin
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® Rapport d’activité de la CEI
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® Catalogue des publications de la CEI
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Termirjologie utilisée dans la présente publication
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présentq publication

En c¢ qui concerne la terminologie générale, lg
reporte}a 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaixe

techniq
chapitr
ral étadt publié séparément Des détails complets sur le
peuvent] étre obtenus sur demande

Symboles graphiques et littg
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la CEI

Les §
font I’'obj

Published quarterly

® Report on IEC Activitie
Published yearly

special ¥erms tequired for the purpose of tHis publication

jnology, readers are referred to IEC Publi-

ation\50: Interpational Electrotechnical Vocabylary (IE V),
{ ssued’in the form of separate chaptery each dealing

a specific field, the General Index being published as a
& booklet Full details of the TEV wi]l be supplied

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included in
this publication

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in IEC Publication 117

Letter symbols and other signs approved by|the IEC are
contained in 1 EC Publication 27
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Basic environmental testing procedures
Part 2: Tests — Test T: Soldering

Guide to Test T: Soldering
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DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 68-2-20 (1968)

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique

Deuxiéme partie: Essais — Essai T: Soudure

Guide pour I’Essai T: Soudure

1 Généralités

Le besoin de méthodes précises et objectives est apparu pour évalyer I'aptitudé 'dés| sorties de

en relation

ontraintes
ssais pour

pmposants
bilité exis-
s résultats
putement
les étalons

lesquelles
de laisser
cceptables
s dans I’édition révisée de I’essai T; lorsque des ¢valuations
mémoire leurs limites Pour des évaluations gpalitatives,

ou 1gne quil ne peut y avoit de relation simple et directe entie les 1ésultats| des divers

S chiocs thermiques, qui soit valable pour tous les types de cgmposants,
wdantexactement a toutes les variétés de conditions de production C’gst la tache
des\spécifications de composants d’établir une corrélation entre les résultats d’essais
performances désirées pour chaque composant et de spécifier les niveaux d’acceptation qui

Le plamNirdiqué sur la figure 1, page 8, montre la disposition des diverses parties etl méthodes
qui constituent I’'Essai T Soudure, de la Publication 68-2-20 de la CEI: Essais fonflamentaux
climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme paitic Essais — Essai T Soudpre, et ses

compléments

2 Soudabilité

21 Considérations fondamentales

On obtient un joint de soudure entre deux ou plusieurs éléments en laissant couler de la soudure
tendre fondue, aidée par un flux, dans 'espace séparant ces éléments, ce qui permet la formation
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SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 68-2-20 (1968)

Basic environmental testing procedures
Part 2: Tests — Test T: Soldering

Guide to Test T: Soldering

General

he need has arisen for precise and objective methods of assessing the ability of ompsgent termhll-
atigns to be soldered satisfactorily, in times and temperatuies suitably related™Mo those “employdd
in practice

wotld occur in soldering, prior to testing the components for da
to these thermal stiesses

To be realistic, all such tests must depend on the applicatiopun ifigd
solders and fluxes to the components under test Solderapility test d
the[results to be expressed in terms of qualitative, and lar idn
of the soldered surface They vaiy from the ’,
to the partly subjective comparison with §tand ’

o1 pne of several degtees of “ imperfect ’
is rprely a stable factor, some 1equire expe
“agceptable ” or °“ unacceptable ”
under which they will be e
and leave it to the relevant

&
w2

>

ate'which values of these quantities are accepf

ablg This ideal has bepxn i Syed ¢ revised edition of Test T, where qualitatiye
ass¢gssments have heen [describe inlimitations should be borne in mind For qualitative asses-
ments, the emp is advisable

It must be emphasize at the be no ditect and simple correlation between the results ¢f
the|various solder abili ss tests that is valid for all types of components, not can thege
tests match s.varickies o Oduction conditions exactly It is the task of the component spedj-

fication weitelto correlate\test results with the desired performance for each component and specify

w

he plangiven in Figure 1, page 9, shows the artangement of the various parts and method
which comprise Test T Soldering, of I E C Publication 68-2-20, Basic Environmental Testing P1oc$
dures. foi1 Electionic Components and Electronic Equipment, Part 2: Tests — Test T Solderin
and its supplements

i

P>

Solderability

Basic considerations

A soldered joint between two or moie wotkpieces is made by allowing molten soft soldet, aided
by a flux, to flow into the space between the woikpiece surfaces which permits the formation of a
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d’une bonne liaison avec un alliage de souduie tendre déteiminé, en présence d’un flux délerminé
et & une température déteiminée

Le mot «soudabilité » est courtamment utilisé avec deux significations, toutes deux couvertes
pat la définition qui vient d’étie donnée En premier lieu, il peut signifier la possibilité de formation
d’un joint entie deux suifaces d’éléments Cette propiiété est décrite ici sous le nom de « qualité
du joint », et les méthodes pout la mesuier sont mentionnées a atticle 4, elle dépend des choix effec-
tués a Pétape de la conception En second lieu, il peut signifier le temps nécessaire a la formation
d’un tel joint Cette propriété est décrite ici sous le nom de « temps de souduie » Elle s’exprime,
en généial, au moyen du temps nécessaite pout obtenit, dans des conditions spécifiées, le degié de
mouillage souhaité

5 pour les-
econdaiies
les métaux
humeére les

quelles 1’é
qui feraieni perdre toute signification aux mesures En particulier, le

moyens de détecter les défauts d’adhéience

Choix de la souduie

Etant donné que la plupart des joints de soudure, dans\es ol ats & i éleptioniques,
sont faits en utilisant de la souduie contenant nomi ¢ plomb, cet
alliage a été choisi pout tous les essais L’expéfi C assant pas
les maximums indiqués a annexe B de la 10} le pouvoit

de mouillage de cet alliage

Choix du flux

nt faits en
activateurs
fondu ou acctoissent la vitesse a laquellp il dissout
général, des produits brevetés de compositign inconnue
dute exti€émement brefs Pour éviter des difficult¢s de spéci-
e [*%chelle de temps a une durée facilement mesurable, ¢n a préféré
eNinactivée comme flux pour la mesuie du temps de soudure Dans les
ble ou impossible, I'utilisation d’un flux activé aux fins [d’essais est

la présence d’un flux activé dans la spécification de soudabilité|n’implique
¢ 4 la production, ni qu’il garantisse ses résidus comme étant exempts d¢ tendances
< un certain nombie de spécifications nationales pour les flux activés, et]il convient

La fagon'la plus commode d’appliquer le flux consiste en une solution dans le propanol 2 On a
constaté qu’une vatiation de concentration dans les limites de 259, & 409, en poids del colophane

ra-araad—] 4 IEP G LIPS

24

1 1 1.9 02 1+ A2 afFat w2latagane Ao oo af—a l t
ganse-propanor-firavatt pas-aenct st e emps-ae-sounatre-quanarestmesure-par—essata 1a gou te
Une concentration de 25 % en poids a donc été choisie comme réféience, de fagon que ’accroissement
de concentration dii A I’évaporation du solvant n’affecte pas les résultats

Températuie d’essai

La température de soudure est définie comme la températuie de la suiface de 1’élément au cours
de Popération de soudure La température étant, en pratique, difficile & déterminer et étant pour une
laige part fonction de la relation entre la capacité thermique de 1’élément et la puissance calorifique
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good bond with a specified soft solder alloy in the piesence of a specified flux and at a specified
temperatuie

The word * solderability * is commonly used in two senses, both of which ate covered by the defi-
nition just given First, it may mean the ability to allow formation of a joint between two workpiece
sutfaces This property is described here as “ joint quality ” and methods for measuting it are men-
tioned in Clause 4, it depends on choices made at the design stage Second, it may mean the time
needed for such a joint to be formed This propetty is described here as ““ soldeiing time > It is usually
measured in terms of the time required to achieve a desired degree of wetting under specified conditions

Spldering time measurements can only be made on suilaces on which the inciease in temperatuif
is uplikely to give rise to side effects liable to make the measurements lose all sigfificance In‘parti
culdt, the soldering time of plated metals can only be measured if the plating’agberes toghe’ bas
methl Clause 4 enumerates the means of detecting adhesion faults

19

Chdice of solder
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ing pominally 609/ tin and 40 % lead, this alloy has been ¢ perience has showh
that {
the [wetting power of this alloy

Chdice of flux

The majority of soldered joi
of cplophony (modified or
power of the molten fly

are |generally piropiieta
soldering times
to an easily measurdblé

for

A3 Z0 e B B R o SR - B v A~ v A

It
be t
cort
sho

The flax 1s most conveniently applied as a solution in propan-2-ol It has been found that vatiatiof
of cpngentration in the range 25 %,-40 %, by weight of colophony in ptopan-2-ol has no effect on the
soldering time as measured by the globule test A concentration of 25%, by weight was theiefore chosen
as the standaid in order that increase in concentration due to solvent evapoiation should not affect
results

Temperatuie of test

Soldeting temperatuie is defined as the temperature of the workpiece suiface during the soldeting
operation As the temperature is, in p1actice, difficult to observe and depends very much on the relation
between the heat capacity of the workpiece and the heating power of the soldering device, the tempei-
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du dispositif de soudure, la tempéisture d’essai est définie comme la température sans chaige de 'ap-
pareil d’essai de soudabilité avant I'application du composant en essai Le choix de deux températures
d’essai est nécessaite pout simuler les conditions réelles de soudure La température de 350 °C est
choisie pour simuler P'utilisation de fers a souder a température élevée, souvent utilisés pour les travaux
de réparation et pout la soudure des fils émaillés soudables La plus basse des deux tempéiratures est
choisie pout simuler les travaux de production qui utilisent des bains de soudurie ou des fers a souder
4 régulation de température Bien que ces derniets tiavaux soient fréquemment effectués a 250 °C, une
température de 235 °C a été choisie pour I'essai de soudabilité ca1, & 250 °C, le temps de soudure
des fils de bonne qualité est tiop coutt pour &tie mesuré avec précision Le temps est acciu et
Iessai, de ce fait, est rendu plus sélectif en opérant a plus basse température, & condition, natuiel-

Y

lement, qu’en chaige la température ne tombe pas a une valeur trop voisine de celle du liquidus

b5

Ry

m

Ry

Ry

de la souduie

L’échange thermique dans un dispositif de soudure quelconque, tel qu
d’essai de soudabilité, peut étre illustié par I'analogie électrique indi

n fer, Un_bain ou fin appateil

Rs

|

i

0050{73

Cp capacité calotifique de la panne du fat & souder ou
du bain de soudute 4 proximité de I’¢lément

Cy capacité calotifique de la source de chaleut, impot-
tante pow certains types de fer a soyder

Cy capacité caloiifique de I’élément

(forte) résistance a la pette de chalewm de la panne 6;  températme de la source de chalewm
du fei & souder ou de la swface du bain de soudute 6, températuie de la panne de fer & souder ou du bain
vers Pextérieut de souduie & proximité de 1’élément
OTie) resistance i 2 3 6 €16 i-ést en contact
travets le thexmocouple T avec la soudute
(trés faible) 1ésistance a la quantité de chaleur se 6, température ambiante
déplagant vers [’élément & chauffer & tiavets la sou- T thermocouple
dure en contact avec I'é}ément F thetmostat
(forte) 1ésistance A la peite de chalewr de I’élément S; interiupteur

veis Iextériem

Le thermocouple est placé pour mesurer la température de soudute L’incertitude de position-
nement est figu1ée par un déplacement vatiable sur R, Comme le thermocouple mesure une différence
de potenticl, il est construit de fagon a avoit une grande résistance séiie et une capacité négligeable
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ature of the test is defined as the unloaded tempetature of the solderability test instrument before
application of the component under test A choice of two test temperatures is necessary in order to
simulate practical soldering conditions The temperature of 350 °C is chosen to simulate the use of
high temperature soldering irons often used for repair work and for the soldering of self-fluxing
enamelled wires The lower temperatuze is to simulate production work using solder baths or controlled
soldeting itons Though such work is frequently done at 250 °C, a temperature of 235 °C was chosen
for solderability testing because, at 250 °C, the soldering time of good wires is too short for accurate
measurement The time is increased and the test theieby made more discriminating by operating at
a lower tempetatute, provided of course that under load the temperature does not fall too close
to the liquidus temperatuie of the solder

Tlhe heat flow in any soldering device — such as an iron, a bath or a solde1abilit strument —-

can|be illustrated by the electiical analogy shown in Figure 2

Os
Rw
bo
0050{73

(lazg Ch  heat capacity of the heater, significant for certaipn

surr types of soldeting-iron

(sm Cy heat capacity of woikpiece

pied] 6 temperature of heate1

(larg 6,  temperature of soldering-iron bit, or of bath sold¢r

bit, a in vicinity of workpiece

(large) 1egistance 1educing heat loss through meter 6, temperature of workpiece when in contact with

T solder

(verly small) resistance to heat flow into woikpiece 0, room temperature

thiough solder in contact with workpiece T thetmocouple meter

(large) 1esistance to heat flow fiom wotkpiece to F theimostat

surtoundings S, switch

heat capacity of soldering-iton bit, o1 of bath
solder in vicinity of woikpiece

The thermocouple is placed to measure the soldering temperature The uncertainty of placing is
tepresented by a variable tapping on R, Since the thermocouple is measuring a potential, it is con-
structed to have a high series resistance and negligible capacity


https://iecnorm.com/api/?name=3b38d92038fc8e3c09874d300515ea07

— 14 —

Le contact entre I’élément (la charge) et Ie dispositif de soudure a travers la soudure est 1eprésenté
par la fermeture de 'interrupteur S, Ceci provoque une chute de température de la valeut sans charge
(dépendant uniquement de R, et R,) & la température en charge (dépendant de R, R, et R,) Dans
cette analyse, on ne tient pas compte de la faible perte thermique & travers R, La vitesse de chule
est fonction de C, et C,,, mais il n’y a pas de possibilité de mesure directe par le thermocouple cai,
du fait de P’incertitude de son positionnement, une indication aléatoire est donnée, le thermocouple
répondant un instant a la décharge (refioidissement) de Cy et, I'instant suivant, & la charge (chauffage)
de C,

Si le dispositif de soudure n’a pas d’asservissement F (c’est-a-dire s’il n’a pas de theiumostat),
Iensemble du chauffage et du 1efioidissement prend une foime exponentielle (voir figuie 3a, page 18)
Si un thermostat tout-ou-rien est utilisé, actionné par un détecteur de température, on peut utiliser

25

une source de chaleut beaucoup plus chaude (voir figure 3b, page 18) On obtient alors yne vitesse
de chauffage beaucoup plus grande et une plus faible chute de températfire e longueur
d’onde et Pamplitude de Poscillation de températuie (qui, en général M ie n sinusoi-
dale) sont réduites pat diminution, respectivement de C, et R,; Pamptity N bablement

La vitesse de réponse du thermostat et de la source de chale [éterminée

a la fois par C, et R,
¢ apptoprié aux espais, il est

relatives de 0,, [R, et R,),

) et de presctire gp’un ther-
on\définte, soit utilisé (pour|fixer R,)

viter 'utilisation d’un fgr a souder

essai
Vieillissement

La soudabil détérigrer de fagon considérable avec le temps Il est donc
nécessaire d’ayoir ¥ 3 yérat ment accé-
1éré, a % plongé Le

processu onnement

*étain ou
sous cet
unément
t d’étain-
onditions
dextempérature et d’humidité ambiantes, est a I’étude En ce qui conceine les auties 1evétements,
aucune coirélation n’a encoie été établie entre les durées de vieillissement naturel et accfléré, mais
ceci est aussi a I’étude
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Méthodes d’essais de soudabilité

Choix de la méthode

L’essai 4 la goutte est destiné a déterminer le temps de soudure des sorties en fil cylindrique Les
méthodes du bain de soudure et de la panne de fer pour la mesure de la soudabilité sont utilisées

a) lorsque la forme du composant ou des soities exclut I'utilisation de la méthode a la goutte, par
exemple pour les composants a sorties par cosses ou les cartes de circuit imprimé, ou
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Contact between the workpiece (load) and the soldering device through the solder is represented by
closing the switch S, This results in a fall in temperatuie fiom the unloaded value (dependent only
on R, and Ry) to the loaded temperature (dependent on R, R, and R,) In this analysis, the small
heat loss through R, is ignored The rate of fall depends on C, and C,, but is not susceptible to
ditect measurement by the thermocouple since, owing to the uncertainty in its placing, an erratic
indication is given as the thetmocouple responds at one moment to the discharge (cooling) of C,
and the next to the chaiging (heating) of C,

If the soldering device does not have a feed-back loop F (that is, if it has no thermostat) all heating
and cooling takes place exponentially (see Figuie 34, page 19) If an on-off thermostat is used, operated
by a temperature sensor, one can use a much hotter heat source (see Figuie 35, page 19) One then
obthins a much greafer heafing tate and a smallei temperature drop when loaded The wavelength
and amplitude of the tempeiatuie oscillation (which is not, in general, sinusoidal) are~decieased-t
teducing C,, and R, respectively, the amplitude could piobably be fuither refyced by b 1ng pr
poxr ional 1ather than on-off contiol The speed of response of the thermostaga
loafl is determined by both C, and R,

To specify the thermal behaviout of a soldeting device suitst e

nedessary to state the unloaded temperature (which fixes t : e InAR, and R,), the
foiln, dimensions and materials of construction (to fix C,),/and tq tequiie tha ermostat controlling
thelunloaded temperature within the stated range be use

Where a choice of equipment is allowed)\it is béiter i f the soldering i1on, singe
its thermal capacity is relatively small and thestemp ing test (and therefoie the test

resplt) becomes more dependent on the thermal ca

Ageing
) 'y
to have a procedure wheiehy this Y ¢ artifici , i b€

how the workpi wilNbehave> after-prolonged’ storage The ageing piocess may be due to the
enyironmental ¢ tiens i )

Previously, thé ele dN\ageing pigcess has been 16 h at 155 °C dry heat in order to simulafte
the diffusio 3 into re
in this resp iye
acdelerd o1 tin and tin-lead coating on copper, which will simulate approximatdly
ong year' ' age 4t 1oom temperatutes and humidity, is under consideration Fot other

cogtings, no-teirelatign has yet been established between natural and acceletated ageing times, bt
thip is alsounder sopsidetation

Methods for solderability tests

Choice of method

The globule test is intended for determining the soldeting time of 1ound wire terminations The
solder bath and soldering bit methods of measuring solderability aie for use:

a) where the shape of the component or its termination precludes the use of the globule method,
e g as with tag-ended components or printed ciicuit boaids; or
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b) lorsque la tempéiature de souduie 1equise est a I'extérieur de la gamme de 'appatreil d’essai a
la goutte, pat exemple pour les fils émaillés au polyuréthane

Il convient de notet que la vitesse de souduie augmente généiralement avec la température, par
conséquent des sotties essayées a 235 °C ont généralement un temps de soudute plus court a plus
haute température

Le 1édactewt de spécifications doit s’assuier que la suite des essais, en ce qui concerne par exemple
les essais de type, est piévue de telle facon

a) qu’il ne soit pas effectué de souduie piéalable, par exemple pour effectuer des mesuies initiales,

by qu’il ne soitl pas prévu de vieillissement antéiieur susceptible d’affecter la soudabilité (pa1 exemple

32

ptéconditionnement a des températuies élevées) sauf presciiption contiaiie de la spgcification
particuliére (voit paiagiaphe 2 5) En conséquence, I'essai de soudabilité dait &tre\effpctué tout
au début de la séquence d’essais,

¢) que la surface de la sortie n’ait pas subi de dommage lots d’u

Les précautions généiales suivantes s’appliquent a toutes Sthodes, s i udabilité

1) Les essais doivent étre exécutés dans un lieu exempt de squian p1otection

2) Pour éviter de contaminer les échantillons pdr d a utilisation
de brucelles Si un iediessement de 1’écha i
telle que sa surface ne soit ni graflée, njg

e maniéie

Essai a la goutte

Les éprouvettes de fil a essayey so
telle soite que la goutte soitbissectée P g, temps mis pat les deux moitiés de la g
passer pai-dessus 1¢ ST ¢ lui est le temps de soudure

ondue, de
butte pout

La relation gntraJeédramétie hauteur de la goutte a été choisie de telle sorte qug la forma-
tion de % b j pujsse se produire sans mouillage La hauteur de la|goutte est
contrdlée\pat i de L de fer de

contiibue

loc chauf-
la broche

ou1 essai

Ce qui suit constitue des indications générales pour I’utilisation de Pappaieil & la goutfe dans les
essais de soudure

1) La bioche de fer doit étre paifaitement piopie, exempte de fiagments de soudute entte le bloc
d’aluminium et le panneau horizontal, ce qui pourrait influer sur la température

2) Le flux doit étie d’un type appiroptié et ne doit pas étie rendu poisseux pai suite de I’évapoiation
La quantité de flux appliqué doit étre contidlée avec soin car un excés de flux entraine une nouvelle
diminution de la températuie

3) Chaque goutte fondue doit étie piopie et brillante et la dimension de la pastille utilisée doit cotres-
pondre au diamétre nominal de la sortie
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b) where the soldeiing temperature required is outside the 1ange of the globule test instiument, e g
as with polyurethane enamelled wires

It should be noted that soldeiring speed usually increases with 1ising temperatute, therefore {et-
minations tested at 235 °C usually have a shorter soldering time at highet tempeiatures

The specification wiiter should ensure that any component test sequence, ¢ g for type testing, is
arranged so that

a) no pievious soldering has taken place, e g to make initial measuiements,

b) no prior ageing, liable to affect the soldeiability (e g preconditioning at elevated temperatuies)
s anticipated unless otherwise prescribed in the relevant speciiication (see sub-clause 2 5) Lheip-
fore the solderability test should be fairly close to the beginning of the test seq N

¢) |the finish of the tetmination has not been damaged in any pievious tes

1) [The tests shall be catried out in a draught-free place o1 adegu

2) |To avoid contamination of the specimen through hand ol
If the specimen requires straightening, it must be dona J tha 2y
sciaped nor contaminated

The globule test

[

the
un

bamples of the wite to be tested are fluxed

d_th A h{
01 the globule halves to flow over the wire and

ab St 2 globule height is controlled by using pre-weighgd

pellets of solder, s ! gtef iron pin by a suriounding surface of (non-wettable)
aly o stabilize the temperature of the iton pin

q_shall be tinned After completion of the testing, the heating blo¢k
sh 2 solder pellet in position to prevent oxidation of the iron pin afpd
sul 1R

]
limits of 109

ay be necessaiy to ensuie that all pellets used for testing shall be within the
e nominal pellet weight

['he following are geneial hints on the use of the globule appaiatus for soldéring tests:

1) The iron pin must be quite clean, with no fragments of solder between the aluminium block and
the hotizontal panel, as this may affect the tempeiatuie

2) The flux must be of the coirect type and must not be tacky through evaporation The amount
of flux applied must be carefully controlled as supeifluous flux causes a fuither reduction in tem-
perature

3) Each molten globule must be clean and biight and the size of the pellet used must be coiiect for
the nominal diameter of the termination
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4) La sortie doit bissecter la goutte avec précision Sinon, le 1ésultat ne doit pas étie piis en consi-
dération et une autre tentative doit étre effectuée en un autre endioit de la sortie

Poui des fils de méme qualité de soudute, le temps de souduie obseivé est proportionnel au diamétre
du fil L’essai est quelque peu sensible a la tempéiature et les 1ésultats varient donc en fonction des
caractéristiques theimiques de la sortie du composant, qui ont une influence sui la tempéiature effec-
tive de soudute Ces facteus, bien entendu, s’appliquent également a [a soudute en production, mais
il convient d’en tenit compte lors de I’établissement des spécifications de composants Il convient
également de 1appeler que les flux activés, donnant des temps de souduie beaucoup plus coutts, sont
normalement utilisés lots de la soudure en production

L’essai est tapide, quantitatif et sélectif; il petmet de déterminer la soudabilité en plusieurs points

33

1 " L, .
UTIa SOTLIC, ST IICeessalte

Essai au bain de souduie

Cet essai se présente sous deux formes, ’'une pour les sorties dg fils Fe pour les
cartes imprimées Toutes deux emploient le méme type de bajn s g A spécimen est
iqunelle a la

distance a ’échantillon Le bain spécifié est de dimensio \ i mpératuie
de la soudure, a proximité des parois et du fond du bai RN ible au cours

3 pe 8) a été
simplifié & dessein car, si on avay seifig( avec\plus Scisi iti éplacement de

I’échantillon, I’essai aurait eu win domais icatj s & évue pour

les essais des sorties, telles que | i essais pai
la méthode 3 (goutte de souduie idure

5¢s et il est,

r est appli-

rigoureusement limitée afin de garantit que I’écou-

e peut se faire que par une action de mouillage et non

permettre d’apprécier la soudabilité sut les échantillons qui|ne peuvent

. le méthodes a la goutte ou au bain Des cas types seraient des fils émailléq soudables,
re des autres méthodes est tiop basse, et des composants & soities| par cosses

¢ soudure au tiempé, loisqu’il peut étie impossible d’appliquer la souldure d’une

Appréciation de la qualité du joint

Par suite de la diversité des formes et des dimensions des sorties de composants, les essais de 1ésis-
tance du joint par des mesures directes de 1ésistance a la tiaction ou au cisaillement sont difficiles a
spécifier Il est préférable d’établir des montages de circuits types et de les soumettie aux Essais E
Impact, F vibiations (sinusoidales) et U Robustesse des sorties, de la Publication 68-2 de la CEI

Dans certaines ciiconstances, la qualité du joint peut également étie appiéciée en observant ’angle
de contact entre la souduie et 'élément L’angle doit &tie uniformément faible (bien inférieur & 30°)
en tout point de la périphérie de soudure (voir figure 4, page 22) Une appréciation visuelle de Pangle
de contact suffit et il n’est pas nécessaire d’effectuer de mesure
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4) The tetmination must accurately bisect the globule If it does not do so, the 1esult should be dis-
regaided and another attempt made further along the tetmination

Fo1 wites of equal soldeiing quality, the observed soldering time will inciease with incieasing wite
diameter The test is somewhat sensitive to temperature, and iesults will therefoie vary with the
thermal characteristics of the component tetmination, which influence the effective soldering tempera-
tute These factors of course apply equally to production soldeting, but they must be taken into account
when piepating component specifications It must also be 1emembeied that activated fluxes giving
much shoiter soldering times are noimally employed in production soldeting

The test is quick, quantitative and discriminating, it peimits the detetmination of solderability at

a numberof pn;nfc on-the terminationif the need atises

The solder bath test

m

bo

'here ate two forms of this test, the one for wite and tag texminations

is ¢
do

sin
Th
shd

q
m

tes
is
by

Wil
fo1
ing-i

Jolnt quality assessment

Owing to the vaiiety of shapes and sizes of component tetminations, tests of joint stiength by
straightforward tensile or shear stiength measuiements are difficult to specify It is better to prepaie
specimen citcuit assemblies and subject them to Tests E Impact, F: Vibiation (sinusoidal) and
U Robustness of tetminations, of IE C Publication 68-2

In suitable citcumstances, joint quality may also be assessed by looking at the contact angle between
the solder and the woikpiece The angle should be uniformly low (much less than 30°) at all points
on the solder boundaty (see Figuie 4, page 23) Visual assessment of contact angle is sufficient and
no measuiement need be attempted
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Angle de contact

Liguide
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Z

0052(73

FIGURE 4

Fondamentalement, les essais de temps de souduie sont des approximatiofis du temps.néce

que I’angle de contact atteigne cette valewt Cependant, si I’élément est Iaigsé en contact’avec

au méme endioit Un grand accroissement du te
lage
Résistance a Ia chaleur de soudure

Il est nécessaire, pour cet essa
ainsi, a assuret qu

mient important, lorsqu’on essaie des composants
ure d’équilibre ne soit pas inférieure 4 40 °C au-dg

Publication 68-2-20A de la CET, Premiet complément 2 1a §
étant donné que la position d’équilibre est fonction de la vitess

susceptibles’de se produire au couts de la soudute L’essai peut étre nuisible ou destrud
Composant a Iessai et il convient de tenir compte de ce fait lots du choix de la séquence d’e

saire pour
[a soudure
e démouil-
hon mouil-
lon mouil-
it & ’essai
bservation
le soudure
h démouil-

1apide et,
la mesute

sidérations
la chaleur
de grande
ssus de la
ht les 10 s
Publication
e de trans-
te valable
e maintien

cidentelles
tif pour le
sais clima-

. , .
fraec—abt - mdcanianaa

Hconviantacalapant A% ayoonio 221 $ A4 4 : 30 3
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de flux activé avant de procéder 4 d’auties essais climatiques et mécaniques

Echantillonnage pour les essais de soudabilité

les résidus

Aux fins d’essais d’homologation et d’essais de contrdle de production, I'unité de produit est le
composant Un spécimen est un composant individuel et un spécimen défectueux ou une unité défec-

tueuse est un composant ayant une ou plusieurs sorties défectueuses
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